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   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ  37/013    (2012.01)
   Ｂ２４Ｂ  37/005    (2012.01)
   Ｂ２４Ｂ  37/30     (2012.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月29日(2014.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　図１５（ｃ）は、外径の小さいコイルが外径の大きいコイルを半導体ウエハ（基板）Ｗ
の金属膜が形成された面に対して垂直方向に挟むように配置された場合において２個のコ
イルを直列接続する態様を示す概略図である。図１５（ｃ）に示すように、内側のセンサ
コイル６０Ａにおける検出コイル６３Ａ，励磁コイル６２Ａ，ダミーコイル６４Ａのそれ
ぞれは、線材又は導電体１ｎを１列Ｎ層巻きでスパイラル状に巻いたコイルを２個直列に
接続して構成されている。また、外側のセンサコイル６０Ｂにおける検出コイル６３Ｂ，
励磁コイル６２Ｂ，ダミーコイル６４Ｂのそれぞれは、線材又は導電体１ｎを１列Ｎ層巻
きでスパイラル状に巻いたコイルを２個直列に接続して構成されている。２個のコイルを
直列に接続する場合、コイルの内径側で接続してもよいし外径側で接続してもよい。検出
コイル，励磁コイル，ダミーコイルにおける隣接する２つのコイル間にスペーサＳ１，Ｓ
２が設けられていることは、図１５（ａ）の場合と同様である。また、図示しないが、隣
接する大きいコイル間に隙間を空け、この隙間には誘電率の低い材料を設けてよいことも
、図１５（ａ）の場合と同様である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３０】
　データ処理方法については、従来にあっては、渦電流センサ５０におけるサンプリング
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周期は、半導体ウエハＷのエッジ部と中央部で同一のサンプリング周期でデータを処理し
ていた。しかしながら、半導体ウエハＷのエッジ部の監視範囲が広がったことから、本発
明においては、サンプリング頻度を従来の１０～１００倍（又は１００倍以上）にして、
検出精度を向上させるとともに効率的なデータの収集を図るようにしている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３２】
　図３１は、圧力室Ｐ１～Ｐ４の半径方向の幅に合わせてサンプリング周期を設定可能に
した態様を示す図である。図３１の左側の図は、渦電流センサ５０が半導体ウエハＷの表
面（被研磨面）を走査（スキャン）するときの軌跡と渦電流センサ５０の出力との関係を
示し、図３１の右側のグラフは、渦電流センサ５０の出力と圧力室Ｐ１～Ｐ４におけるサ
ンプリング周期を示す。
　図３１に示すように、圧力室Ｐ１～Ｐ４の半径方向の幅に合わせてサンプリング周期を
設定可能にする。圧力室Ｐ１，Ｐ２のように圧力室の半径方向の幅が小さいときにはサン
プリング周期を詳細にし、圧力室Ｐ３，Ｐ４のように圧力室の半径方向の幅が大きくなる
につれ、サンプリング周期を拡大する。図３１に示す例においては、圧力室Ｐ１，Ｐ２に
おいて１０μｓｅｃのサンプリング周期、圧力室Ｐ３において１００μｓｅｃのサンプリ
ング周期、圧力室Ｐ４において１ｍｓｅｃのサンプリング周期に設定されている。このよ
うに、本発明においては、サンプリング頻度を従来の１０～１００倍（又は１００倍以上
）にして、検出精度を向上させるとともに効率的なデータの収集を図るようにしている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２０】

【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２４】
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